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(57) Abstract: The invention relates to a means (1) for securing a circuit board (2) on an inner wall (3) of a distribution box or a
carrier plate. In order to simply and quickly arrange the circuit board (2) on the inner wall (3) of the distribution box, the means (1)
comprises an adhesive material based on at least one component, in particular an adhesive material, wherein the means (1) is
arranged between the circuit board (2) and the inner wall (3) of the distribution box in such a way that, using the means (1), at least
sections of the circuit board (2) are arranged at a distance from the inner wall (3) of the distribution box. The invention also relates
to a method for securing the circuit board (2) on the inner wall (3) of the distribution box.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) an einer Innenwand (3) eines
Verteilerkastens oder einer Trégerplatte. Zur einfachen und schnellen Anordnung der Leiterplatte (2) an der Innenwand (3) des
Verteilerkastens umfasst das Mittel (1) einen auf zumindest einer Komponente basierenden Klebstotf, insbesondere ist es ein
Klebstoft, wobei das Mittel (1) zwischen der Leiterplatte (2) und der Innenwand (3) des Verteilerkastens derart angeordnet ist, dass
die Leiterplatte (2) von der Innenwand (3) des Verteilerkastens durch das Mittel (1) zumindest abschnittsweise beabstandet ist.
Dariiber hinaus offenbart die vorliegende Ertindung ein Verfahren zur Befestigung der Leiterplatte (2) an der Innenwand (3) des
Verteilerkastens.
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Beschreibung

Mittel und Verfahren zur Befestigung einer Leiterplatte

GEBIET DER ERFINDUNG

Die Erfindung betrifft ein Mittel zur Befestigung einer
Leiterplatte an einer Innenwand eines Verteilerkastens.
Dariiber hinaus offenbart die vorliegende Anmeldung ein
Verfahren zur Befestigung einer Leiterplatte an einer

Innenwand eines Verteilerkastens.

Die Leiterplatte kann dabei direkt an der Innenseite der Wand
des Gehauses des Verteilerkastens befestigt sein, oder
indirekt, indem die Leiterplatte auf einer im Inneren des
Verteilerkastens befindlichen Tragerplatte befestigt ist, die
selbst mit der Innenseite der Wand oder mit im Inneren
angegossenen Stegen des Gehduses verbunden ist. Mit dem
Begriff ,Befestigung einer Leiterplatte an einer Innenwand
eines Verteilerkastens™ sind somit im Folgenden die direkte

als auch die indirekte Befestigung umfasst.

STAND DER TECHNIK

Ublicherweise werden in einem Verteilerkasten, einem
Schaltschrank u.dgl., anzuordnende Leiterplatten, Platinen
aber auch flexible Leiterplatten mit Hilfe von
Montageelementen, wie beispielsweise Trédgern, Stegen oder
Distanzelementen, an einer Innenwand des Verteilerkastens
angeordnet, wobei die Trager oder Stege haufig mit Haken-
oder Stecksystemen an der Innenwand befestigt sind. Die

Trager, Stege und Distanzelemente sind in der Regel aus
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Metall oder Kunststoff gefertigt. Distanzelemente weisen
haufig eine mit einer Bohrung in der Gehdusewand in
Ubereinstimmung zu bringende Durchgangsbohrung auf, sodass
eine Schraube, oder ein entsprechend ausgeformter Bolzen oder
Keil, bei der Montage der Leiterplatte durch eine Bohrung in
der Leiterplatte, die Durchgangsbohrung des Distanzelements
und die Bohrung der Gehdusewand gefiihrt und mit einer Mutter
fixiert werden muss. Selbstverstandlich gibt es auch
Kombinationen obiger Montagesysteme, wie die Befestigung der
Trédger und Stege mit Hilfe einer durch eine Durchgangsbohrung
der Innenwand gefihrte Schraubverbindung. Dariber hinaus
werden mittlerweile auch immer haufiger Steck- und
Clipsysteme verwendet, wobei auch Zwischenwande, welche die
entsprechenden Bohrungen und Befestigungselemente aufweisen,

in den Verteilerkdsten eingesetzt werden.

Diese Systeme weisen jedoch alle den Nachteil auf, dass
zusatzliches Material und Werkzeug zur Montage der
Leiterplatten erforderlich ist, wodurch eine einfache und
schnelle Montage einer Leiterplatte an der Innenwand eines
Verteilerkastens nicht realisierbar ist und dadurch die
Kosten steigen. Zusatzlich muss bei diesen Systemen der
Verteilerkasten groBer ausgebildet sein, um Platz fiur die
Befestigungsmittel und deren Montage zu schaffen, und jede
Bohrung durch die Gehdusewand muss mit Dichtringen,
Dichtelementen u.dgl. abgedichtet werden, um einen Schutz vor
Umwelteinfliissen sicherzustellen. Zusatzlich stellen die
Bohrungen in der Leiterplatte Storstellen dar, da aus
mechanischer Sicht die Festigkeit verringert wird und unter
dem Aspekt des Leiterbahnenlayouts derartige Bohrungen die
notwendige Flache der Platine zum Teil wesentlich erhohen.
Aus elektrischer Sicht sind oft zusatzliche Isolierelemente

im Bereich der Bohrungen erforderlich, um die erforderlichen
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Luft- und Kriechstrecken (z.B. nach EN 50155) einzuhalten und

zu gewahrleisten.

Durch die Montage auf Tradgern, Stegen oder mittels
Distanzelementen in stark vibrationsbelasteter Umgebung, wie
es beispielsweise bei der Anordnung des Verteilerkastens an
einem Fahrwerk, insbesondere einem Drehgestell, eines
Schienenfahrzeugs der Fall ist, werden Schwingungen auf die
Leiterplatte ibertragen, wodurch die Leiterplatten und die
Lotverbindungen auf der Leiterplatte unter Umstanden
beschadigt werden kénnen. Es treten bei der klassischen
Montage der Leiterplatten mittels Distanzelementen zwischen
den einzelnen Montage- bzw. Stiitzpunkten Schwingungen auf,
wodurch es zu Membranschwingungen kommt, welche die
Leiterplatte selbst als auch die Lotstellen der verwendeten
elektronischen Bauteile schwer belasten. Um dies zu
vermeiden, werden zur Dampfung haufig zusatzliche
federbasierte Systeme, dabei handelt es sich oft um mit
Federn ausgestattete Distanzelemente, verwendet, durch welche
die Leiterplatten zumindest innerhalb eines gewissen

Bereiches schwingungsfrei gelagert sind.

Zusatzlich sind zur Warmeabfuhr hadufig gesonderte
warmeleitende Komponenten, beispielsweise in Form wvon
Kihlrippen, erforderlich oder man verwendet warmeleitende
Befestigungselemente in Form von Trager-, Steg- oder
Distanzelemente zur Warmeabfuhr, wodurch jedoch die
zusatzliche Gefahr eines Kurzschlusses durch einen mdglichen
Kontakt einer Leiterbahn der Leiterplatte mit einem der
Befestigungselemente gegeben ist. Ublicherweise verwendet man
zusadtzlich noch eine Warmeleitpaste, um eine bessere

Warmelbertragung zu gewahrleisten.
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Um obig genannte Probleme zu vermeiden bzw. méglichst gering
zu halten, werden derzeit verschiedene Berechnungs- und
Erprobungsverfahren, beispielsweise gemdB DIN 61373
(betreffend Bahnanwendungen - Betriebsmittel wvon
Bahnfahrzeugen - Priifungen fiir Schwingen und Schocken), flr
unterschiedliche Montagepositionen der Leiterplatten in einem
Verteilerkasten durchgefihrt. Auch wird haufig das
Schwingungsverhalten simuliert, wobei Uber die mechanische
Festigkeit von Létverbindungen und den daraus resultierenden
Belastungen auf die Leiterplatte auf Grund der durch die
Bauteile festgelegten Geometrie jede Simulation individuell
ist, wodurch keine Standardisierung moglich ist. Zusatzlich
werden die Leiterplatten bevorzugt auf steifen Tragerplatten
zur Erhdohung der Eigenfrequenz und Reduzierung der

Schwingungsamplituden montiert.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein Mittel zu
schaffen, mit dem eine Leiterplatte schnell, einfach und
moglichst ohne zusdtzliche Hilfsmittel an einer beliebigen
Gehduseinnenwand eines Verteilerkastens angeordnet werden
kann, wobei die Leiterplatten eine hohe Robustheit gegen
eventuell auftretende Schwingungen und Warmeentwicklungen
aufweist. Dariber hinaus soll gewdhrleistet sein, dass der
Verteilerkasten dicht ist, wodurch die darin angeordnete
Leiterplatte vor etwaigen Umwelteinfliissen besser geschiitzt

ist.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Anspruch 1
geldst, indem das Mittel einen Klebstoff basierend auf
zumindest einer Komponente umfasst, insbesondere das Mittel

ein Klebstoff ist, wobei das Mittel zwischen der Leiterplatte
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und der Innenwand des Verteilerkastens derart angeordnet ist,
dass die Leiterplatte von der Innenwand des Verteilerkastens

durch das Mittel zumindest abschnittsweise beabstandet ist.

Mit anderen Worten besteht das Mittel, mit dem die
Leiterplatte an der Innenwand des Verteilerkastens fest
angeordnet ist, ganz oder teilweise aus einem Klebstoff,
welcher beispielsweise auf einer oder auf zwei Komponenten,
wie diverse Schmelzkleberkomponenten, basiert, oder zumindest
einem klebstoffhaltigen Element, beispielsweise in Form eines
beidseitigen Klebebandes. Zum Beispiel kann Klebstoff aus
oder enthaltend MS-Polymer - z.B. Terostat® MS9360 - oder
Polyurethan verwendet werden. Schmelzkleber kdénnen nur
verwendet werden, sofern die Lotstellen nicht zu
beeintrachtigt werden. Ein doppelseitiges Klebeband ist
einsetzbar, wenn die Oberfldche von Leiterplatte und
Klebeflidche ausreichend glatt ist und die elektrische

Isolierung durch das Klebeband gewahrleistet ist.

Das erfindungsgemdfBe Mittel ist im montierten Zustand der
Leiterplatte zumindest abschnittsweise zwischen der
Leiterplatte und der Innenwand des Verteilerkastens
angeordnet, sodass durch das Mittel in der Regel die gesamte
Leiterplatte von der Innenwand des Verteilerkastens
beabstandet ist. Meist werden einseitig bestiickte
Leiterplatten mit dem erfindungsgemédfBen Mittel befestigt
werden, das Mittel wird daher an jener Fléache der
Leiterplatte aufgebracht werden, der den BRauteilen,
Leiterbahnen u.dgl. gegeniiber liegt. Es wadre auch mdglich,
beidseitig bestiickte Leiterplatten (z.B. Multilayerplatinen)
zu verwenden, wo die zweite Seite dann im Mittel eingebettet
ist. Dies bringt den zusatzlichen Vorteil, dass die
Bauelemente durch den Kleber besser fixiert werden. Dariber

hinaus kann es auch fiir eine gute Warmeableitung erforderlich



10

15

20

25

30

WO 2015/185307 PCT/EP2015/059704

sein, die Teile vollstadndig oder teilweise im Klebemittel
einzubetten. Denkbar wadre auch, dass an den Stellen, wo sich

Bauteile/Leiterbahnen befinden, das Mittel ausgespart wird.

Der Ausdruck, dass die Leiterplatte von der Innenwand des
Verteilerkastens durch das Mittel zumindest abschnittsweise
beabstandet ist, kann jedoch auch bedeuten, dass die
Leiterplatte (z.B. Singlelayerplatine, welche nur einseitig
bestickt und bedruckt ist) mit der Innenwand des
Verteilerkastens zumindest abschnittsweise in Verbindung
steht. Ein Bereich der Leiterplatte, in dem keine Leiterbahn
vorhanden ist, kann durchaus direkt am Gehduse oder der
Tragerwand aufliegen. Es ist auch eine Anbindung der
Leiterplatte an das Gehause durch direktes Auflegen der
Leiterbahn oder einer Kupferflache auf das Gehduse moglich,
beispielsweise um die Schirmung méglichst gut auf die

Leiterbahn zu tbertragen.

Um einen moglichen Kontakt zwischen der Leiterplatte und der
Innenwand des Verteilerkastens bzw. einen durch solch einen
Kontakt verursachten Kurzschluss zu vermeiden, wird in einer
erfindungsgemalen Ausfihrungsform das Mittel teilweise
fladchig auf der Leiterplatte aufgebracht und an der Innenwand
des Verteilerkastens angeordnet. Trotz der flachigen
Isolation der Leiterplatte mit dem erfindungsgemalen Mittel
kann das Gehduse des Verteilerkastens kleiner ausgebildet
sein als bei Verwendung von herkdmmlichen Montageelementen
mit groRerem Platzbedarf fir die Montage. Insbesondere kann
das Mittel auf einer gesamten Deckfldche der Leiterplatte

aufgebracht werden.

Hierbei, aber auch generell, ist durch das Mittel vorzugweise
ein Abstand von 0,01 mm bis 15 mm zwischen der Leiterplatte

und der Innenwand des Verteilerkastens gegeben.
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Hingegen ist es in einer weiteren erfindungsgemalen
Ausfihrungsform auch mdéglich, dass das Mittel zumindest
punktformig - im Sinne mehrerer kleiner Kontaktfldchen - auf
der Leiterplatte aufgebracht und an der Innenwand des
Verteilerkastens angeordnet ist. Dabei nimmt ein Punkt etwa 5
bis 2000 mm? Flache der Leiterplatte ein. Bei einigen
Klebstoffen ist es sogar erforderlich, einen Abstand zwischen
den einzelnen Kleberaupen einzuhalten, um ein Trocknen des
Klebstoffes unter Luftfeuchtigkeit zu ermdglichen, weil der

Kleber die Feuchtigkeit zum Trocknen bendtigt.

Das Mittel umfasst gegebenenfalls einen auf einer
Mehrkomponentenbasis basierenden Klebstoff, z.B.
Polymerklebstoffe oder Epoxidharze, soweit sie die
Warmeleitung und Ausdehnung der verklebten Komponenten bzw.

Materialien ermdglichen und dabei nicht brechen.

In einer erfindungsgemalRen Ausfihrungsform weist das Mittel
warmeleitfahige Eigenschaften zur Warmeabfuhr auf, wodurch
eine mdégliche Uberhitzung einzelner Komponenten bzw. Bauteile
auf der Leiterplatine durch die Abfuhr der auf der
ILeiterplatine sich entwickelnden und iUber das Mittel auf das
Verteilerkastengehiduse abgefiihrten Warme vermieden wird. Mit
anderen Worten wird durch ein geeignetes Befestigungsmittel
auch die Kihlflache vergroBlert. Klebstoffe weisen meist bis
120°C eine ausreichende Festigkeit auf - die Leiterplatte ist
im Bezug auf die Flache sehr leicht. Die Bauteile auf der
Leiterplatte kdénnen im industriellen Bereich ohnehin nur bis
85°C eingesetzt werden, wo also die Klebeverbindung auf jeden
Fall ausreichend ist. Versuche im Klimaschrank betreffend die
Haltbarkeit und Beeintrachtigung der Funktion einer
verklebten Elektronikbaugruppe unter Temperatureinfluss

verliefen erfolgreich.
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In einer weiteren erfindungsgemalen Ausfihrungsform weist das
Mittel Dampfungseigenschaften zur Unterdriickung etwaiger
Schwingungen auf, wodurch eventuell auftretende
Membranschwingungen, welche die Leiterplatte, die Lotstellen
der verwendeten elektronischen Rauteile als auch
gegebenenfalls die Leiterbahnen selbst schwer belasten,
vermieden werden. Dariber hinaus werden durch einen passenden
Klebstoff keine zusatzlichen Eigenschwingungen angeregt. Der
Schutzeffekt entsteht vor allem durch die flachige Anbindung
der Leiterplatte an die Gehdusewand oder die Tragerplatte und
die damit verbundene Versteifung der Leiterplatte. Die
Dampfungseigenschaften missen flir verschiedene Kleber in

Abhdngigkeit der Schichtdicke des Klebers ermittelt werden.

In einer erfindungsgemalen Ausfihrungsform ist zur Schaffung
eines Freiraums zwischen der Leiterplatte und der Innenwand
des Verteilerkastens zumindest ein Abstandhalter angeordnet.
Mit Hilfe eines solchen Abstandhalters wird zusatzlich ein
gewisser Mindestabstand zur Isolation der Leiterplatte vom
Gehduse gewahrleistet. Der Abstandhalter dient aber vor allem
zur Gewdhrleistung der Kleberschichtdicke, da bei der Montage
dann nur die Leiterplatte flachig auf die Gegenflache
aufgepresst wird und keine zusédtzliche Abstandskontrolle
erforderlich ist. Wird der Abstand durch entsprechende
Werkzeuge oder Prozesse gewahrleistet, kann auf den
Abstandshalter verzichtet werden. Der Abstandhalter ist in
der Regel aus Kunststoff. Der Mindestabstand, den eine
Abstandhalter gewadhrleisten soll, richtet sich nach der

Spannungskategorie zur Gewahrleistung der Isolation.

Dabei ist der durch den Abstandhalter gebildete Freiraum
vorzugsweise mit dem Mittel ausgefiillt, wodurch die Dampfung

der Leiterplatte speziell bei der Anordnung des
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Verteilerkastens an einem Drehgestell bei einem

Schienenfahrzeug verbessert wird.

In einer erfindungsgemalBen Ausfihrungsform ist die
ILeiterplatte mit dem Mittel an einer Tragerplatte angeordnet,
die an der Innenwand des Verteilerkastens angeordnet ist.
Durch diese Tragerplatte ist gegebenenfalls auch ein
vereinfachter Einbau der zumindest einen Leiterplatte in den
Verteilerkasten moglich, da die Leiterplatte vorab an der
Tragerplatte mit dem Mittel fest angeordnet werden kann und
im Anschluss wird die gesamte Tragerplatte im Verteilerkasten
angeordnet, wobei die Tragerplatte vorzugsweise direkt an der
Innenwand des Verteilerkastens angeordnet ist. In einer
weiteren Ausfithrungsform ist es auch mdglich, dass zwischen
der Tragerplatte und der Innenwand des Verteilerkastens
zumindest ein Distanzelement angeordnet ist. Dieses
Distanzelement kann an der Tragerplatte angeschraubt,
angenietet, angeklebt oder mittels einer Steckverbindung
angesteckt sein, wobei das Distanzelement an der Innenwand
des Verteilerkastens in gleicher Weise angeschraubt,
angenietet, angeklebt oder mittels einer Steckverbindung
angesteckt sein kann. Dabei bieten sich zur Sicherstellung
der optimalen Anordnung der Tragerplatte oder des
Distanzelements an der Innenwand unterschiedlichste
Verbindungsformen bzw. verschiedenste Kombinationen wvon
Verbindungsformen an. Die Tradgerplatte kann auch an bereits

vorhandenen Montagestegen im Verteilkasten angebunden werden.

In einer weiteren Ausfiihrung ist die Leiterplatte
stellenweise mit klassischen Befestigungselementen, wie z.B.
mit Schrauben, mit der Tradgerplatte oder Gehausewand
verbunden (um eine genaue Positionierung der Leiterplatte zu
ermbglichen und Sicherheitsanforderungen beziiglich der

Verbindung zu erfiillen), eine zusatzliche, insbesondere
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fldchige, Anbindung erfolgt durch das erfindungsgemédle
Mittel, in der Regel durch den Klebstoff. Der Klebstoff dient
auch zur Reduktion des erforderlichen Abstandes zwischen
Leiterbahn und Montagefldche, da er wesentlich besser als

Luft isoliert.

Die flachige Anbindung einer Leiterplatte mittels des
erfindungsgemalen Mittels, also meist mittels eines
Klebstoffes, an der Montagefldche eines Verteilerkastens kann
also dann zum Einsatz kommen, wenn unzureichend Schraubpunkte
vorhanden sind oder die Warmeleitung zwischen Bauteil und
Montageflache verbessert werden soll oder die
Isolationsabstédnde nicht eingehalten werden kdnnen und der

Kleber eine zusadtzliche Isolationsschicht bildet.

Das zugehdérige erfindungsgeméale Verfahren zur Befestigung der
ILeiterplatte an der Innenwand eines Verteilerkastens umfasst
nachfolgende Schritte:

- Auftragen eines Mittels, welches auf einem zumindest
einkomponentenhaltigen Klebstoff basiert, auf zumindest einer
Fldche der Leiterplatte und/oder der Montageflache und

- Anordnen der Leiterplatte mit dem Mittel auf der Innenwand

des Verteilerkastens.

Dabei wird gemall obigen Ausfihrungen die zumindest eine mit
dem Mittel behaftete Flache der Leiterplatte direkt in
Verbindung mit der Innenwand des Verteilerkastens gebracht.
Das Mittel kann mit einer Klebepistole oder, in
automatisierter Produktion, per Roboter auf die Innenwand des

Verteilerkastens aufgebracht werden.

In einer weiteren erfindungsgemaBen Ausfihrungsform des
Verfahrens wird die zumindest eine mit dem Mittel behaftete

Fldche der Leiterplatte in Verbindung mit einer Tréagerplatte
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gebracht, welche direkt oder indirekt mittels eines
Distanzelementes mit der Innenwand des Verteilerkastens in
Verbindung steht oder anschliellend in Verbindung gebracht

wird.

Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung ein
Befestigungssystem, umfassend eine Leiterplatte, einen
Verteilerkasten und ein erfindungsgeméafles Mittel, wobei die
ILeiterplatte mit dem Mittel an einer Innenwand des
Verteilerkastens derart angeordnet ist, dass die Leiterplatte
von der Innenwand des Verteilerkastens durch das dazwischen

angeordnete Mittel zumindest abschnittsweise beabstandet ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

Zur weiteren Erladuterung der Erfindung wird im nachfolgenden
Teil der Beschreibung auf die Figuren Bezug genommen, aus
denen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen, Einzelheiten und

Weiterbildungen der Erfindung zu entnehmen sind. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer Leiterplatte, die an einer
Innenwand eines Verteilerkastens angeordnet ist,
wobei an der Leiterplatte innenwandseitig
Abstandhalter zur Beabstandung der Leiterplatte von
der Innenwand des Verteilerkastens angeordnet sind;

und

Fig. 2 eine Seitenansicht einer Leiterplatte, die an der
Innenwand des Verteilerkastens angeordnet ist,
wobei die Leiterplatte an der Innenwand allein mit

Hilfe des Mittels befestigt und beabstandet ist.
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WEGE ZUR AUSFUHRUNG DER ERFINDUNG

Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer Leiterplatte 2, die an
einer Innenwand 3 eines Verteilerkastens angeordnet ist,
wobeil an der Leiterplatte 2 innenwandseitig Abstandhalter 5
zur Beabstandung der Leiterplatte 2 von der Innenwand 3 des
Verteilerkastens angeordnet sind und ein dadurch geschaffener
Freiraum zwischen der Innenwand 3 und der Leiterplatte 2 mit
einem Mittel 1 zur Befestigung der Leiterplatte 2 ausgefillt
ist. Hierbei umfasst der Freiraum auch den Bereich aulerhalb
der Abstandhalter 5, sprich auch einen Randbereich der
Leiterplatte 2. Dabei umfasst das Mittel 1 einen Klebstoff
basierend auf zumindest einer Komponente, wobei das Mittel 1
zwischen der Leiterplatte 2 und der Innenwand 3 des
Verteilerkastens derart angeordnet ist, dass die Leiterplatte
2 von der Innenwand 3 des Verteilerkastens durch das Mittel 1
zumindest abschnittsweise beabstandet ist. Somit wird durch
die in Fig. 1 dargestellten Abstandhalter 5 zusatzlich ein
Mindestabstand zur Isolation der Leiterplatte 2 von der

Innenwand 3 des Verteilerkastens gewahrleistet.

In Fig. 2 ist eine weitere erfindungsgemdBe Ausfithrungsform
dargestellt, bei der das Mittel 1 flachig auf der
Leiterplatte 2 aufgebracht und an der Innenwand 3 des
Verteilerkastens angeordnet ist, wobei das Mittel 1
vorzugsweise auf einer gesamten Deckflache der Leiterplatte 2
aufgebracht ist, wodurch zumindest in den meisten
Anwendungsfallen ein Kontakt zwischen der Leiterplatte 2 und
der Innenwand 3 vermieden wird. Es sei an dieser Stelle
angemerkt, dass in bestimmten Ausnahmefdllen ein Kontakt der
Leiterplatte 2 mit der Innenwand 3 auftreten kann,
beispielsweise wenn die Leiterplatte 2 auf der der Innenwand
3 zugeordneten Seite keine elektronischen Rauteile,

Leiterbahnen oder sonstige kurzschlussverursachende offene
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bzw. leitfadhige Stellen aufweist. Der Kontakt ist in
bestimmten Fallen sogar erwiinscht, etwa um die Schirmung

moglichst gut auf eine Leiterbahn zu ibertragen.

Falls jedoch die Leiterplatte 2 keine gute oder gar keine
separate Isolierung aufweist, so sollte durch das Mittel 1
ein Abstand von 0,5 mm bis 15 mm, insbesondere 0,8 mm bis 8
mm (nach EN 50124, Tabelle A.3), zwischen der Leiterplatte 2

und der Innenwand 3 des Verteilerkastens gegeben sein.

In einer weiteren erfindungsgemalen Ausfihrungsform ist das
Mittel 1 nicht flachig, sondern zumindest punktfdérmig,
gegebenenfalls in Form von mehreren Punkten, auf der
Leiterplatte 2 aufgebracht und an der Innenwand 3 des
Verteilerkastens angeordnet. Dabei nimmt ein Punkt etwa 5 bis

2000 mm* Flache der Leiterplatte 2 ein.

Des Weiteren ist es auch moglich, dass das Mittel 1 einen auf
einer Mehrkomponentenbasis basierenden Klebstoff umfasst,
etwa einen Epoxidharzklebstoff oder einen Polymerklebstoff in

Zweikomponentenausfihrung.

Gemal den in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausfiithrungen
weist das Mittel 1 vorzugsweise warmeleitfahige Eigenschaften
zur Warmeabfuhr auf. Dadurch wird eine mdgliche Uberhitzung
einzelner Komponenten bzw. Bauteile auf der Leiterplatte 2
vermieden, da die sich auf der Leiterplatte 2 entwickelnde
Warme Uber das Mittel 1 und das Verteilerkastengehiduse

abgefihrt wird.

Dariiber hinaus weist das Mittel 1 vorzugsweise zusdtzliche
Dampfungseigenschaften auf zur Unterdrickung etwaiger
Schwingungen der Leiterplatte 2 wie sie in stark

vibrationsbelasteter Umgebung auftreten kodnnen. In bestimmten
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Anwendungsfallen sind die Verteilerkdsten einer andauernden
oder zumindest phasenweisen Schwingungsbelastung unterworfen.
Um diese sich auf die Leiterplatten 2 auswirkende
Belastungsform mdéglichst gering zu halten, weist das Mittel 1
zusatzliche Dampfungseigenschaften auf, wodurch die
Leiterplatte 2 zumindest innerhalb eines gewissen Bereiches
schwingungsfrei gelagert ist. In bestimmten Anwendungsfidllen
(z.B. bei Sensorik auf der Leiterplatte) ist eine mdglichst
gute Anbindung der Leiterplatte an das Gehduse in einem
gewissen Frequenzbereich erwiinscht, dies ist durch einen
entsprechenden Kleber bzw. eine entsprechende Schichtdicke

moglich.

In einer weiteren erfindungsgemalen Ausfihrungsform ist die
Leiterplatte 2 mit dem Mittel 1 an einer Tragerplatte 4
angeordnet, die an der Innenwand 3 des Verteilerkastens
angeordnet ist. Dabei tritt in Fig. 1 und 2 die Tréagerplatte
4 an die Stelle der Innenwand 3 des Verteilerkastens. Dadurch
ist ein vereinfachter Einbau der Leiterplatte 2 in den - in
diesem Fall nicht dargestellten - Verteilerkasten méglich, da
die Leiterplatte 2 vorab an der Tragerplatte 4 mit dem Mittel
1 fest angeordnet werden kann und im Anschluss die gesamte
Tragerplatte 4 im Verteilerkasten montiert wird. Dabei ist in
einer erfindungsgemalien Ausfiihrungsform die Tragerplatte 4
direkt an der Innenwand 3 des Verteilerkastens angeordnet.
Fiir die Befestigung der Tragerplatte 4 an der Innenwand 3
kann gegebenenfalls auch das Mittel 1 verwendet werden,
wodurch ebenso wie bei der Befestigung der Leiterplatte 2 an
der Tragerplatte 4 diverse Befestigungsmittel eingespart
werden. Es ist jedoch in gleicher Weise moglich, dass die
Tragerplatte 4 an der Innenwand 3 angeschraubt, angenietet,

angeklebt o.dgl. ist.
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In einer weiteren erfindungsgemdBen Ausfihrungsform ist
zwischen der Tragerplatte 4 und der Innenwand 3 des
Verteilerkastens zumindest ein Distanzelement angeordnet,
wobeil die Tragerplatte 4 an dem Distanzelement angeschraubt,
angenietet, angeklebt oder mittels einer Steckverbindung
angesteckt ist und das Distanzelement kann an der Innenwand 3
des Verteilerkastens in gleicher Weise angeschraubt,
angenietet, angeklebt oder mittels einer Steckverbindung

angesteckt sein.

Dabei umfasst das zugehorige erfindungsgemale Verfahren zur
Befestigung der Leiterplatte 2 an der Innenwand 3 eines
Verteilerkastens nachfolgende Schritte:

- Auftragen des Mittels 1 an einer Flache der Leiterplatte
oder der Montagefldche 2 und,

- Anordnen der Leiterplatte 2 mit dem Mittel 1 auf der
Innenwand 3 des Verteilerkastens (bzw. auf der Tragerplatte

4).

Die mit dem Mittel 1 befestigte Leiterplatte 2 bildet somit
ein Befestigungssystem, umfassend eine Leiterplatte 2, einen
Verteilerkasten und ein erfindungsgeméafBes Mittel 1, wobei die
Leiterplatte 2 mit dem Mittel 1 an einer Innenwand 3 des
Verteilerkastens derart angeordnet ist, dass die Leiterplatte
2 von der Innenwand 3 des Verteilerkastens durch das
dazwischen angeordnete Mittel 1 zumindest abschnittsweise

beabstandet ist.

Bezugszeichenliste:

1 Mittel;

2 Leiterplatte;

3 Innenwand (Innengehausewand) eines Verteilerkastens;
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4 Tragerplatte, welche an einer Innenwand 3 eines
Verteilerkastens angeordnet ist;

5 Abstandhalter;
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Patentanspriiche

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) an
einer Innenwand (3) eines Verteilerkastens, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mittel (1) einen Klebstoff
basierend auf zumindest einer Komponente umfasst,
insbesondere ein Klebstoff ist, wobeli das Mittel (1)
zwischen der Leiterplatte (2) und der Innenwand (3) des
Verteilerkastens derart angeordnet ist, dass die
Leiterplatte (2) von der Innenwand (3) des
Verteilerkastens durch das Mittel (1) zumindest

abschnittsweise beabstandet ist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (1)
flachig auf der Leiterplatte (2) aufgebracht und an der

Innenwand (3) des Verteilerkastens angeordnet ist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (1)
auf einer gesamten Deckflache der Leiterplatte (2)

aufgebracht ist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass durch das Mittel (1) ein Abstand wvon 0,01 mm bis 15
mm zwischen der Leiterplatte (2) und der Innenwand (3)

des Verteilerkastens gegeben ist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Mittel (1)
zumindest punktfdérmig auf der Leiterplatte (2)
aufgebracht und an der Innenwand (3) des

Verteilerkastens angeordnet ist.
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Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Punkt etwa

5 bis 2000 mm?* Fldche der Leiterplatte (2) einnimmt.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mittel (1) einen auf einer

Mehrkomponentenbasis basierenden Klebstoff umfasst.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mittel (1) warmeleitfahige

Eigenschaften zur Warmeabfuhr aufweist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mittel (1)
Dampfungseigenschaften zur Unterdriickung etwaiger

Schwingungen aufweist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Schaffung eines Freiraums
zwischen der Leiterplatte (2) und der Innenwand (3) des
Verteilerkastens zumindest ein Abstandhalter (5)

angeordnet ist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der durch den
Abstandhalter (5) gebildete Freiraum mit dem Mittel (1)

ausgefillt ist.
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Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiterplatte (2) mit dem Mittel (1) an einer
Tragerplatte (4) angeordnet ist, die an der Innenwand

(3) des Verteilerkastens angeordnet ist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tragerplatte (4) direkt an der Innenwand (3) des

Verteilerkastens angeordnet ist.

Mittel (1) zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
Tragerplatte (4) und der Innenwand (3) des

Verteilerkastens zumindest ein Distanzelement angeordnet

ist.

Verfahren zur Befestigung einer Leiterplatte (2) an
einer Innenwand (3) eines Verteilerkastens,
gekennzeichnet durch nachfolgende Schritte:

- Auftragen eines Mittels (1), welches auf einem
zumindest einkomponentenhaltigen Klebstoff basiert, auf
zumindest einer Fldche der Leiterplatte (2) und/oder der
Montageflache und

- Anordnen der Leiterplatte (2) mit dem Mittel (1) auf

der Innenwand (3) des Verteilerkastens.

Verfahren zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest
eine mit dem Mittel (1) behaftete Flache der
Leiterplatte (2) direkt in Verbindung mit der Innenwand

(3) des Verteilerkastens gebracht wird.
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Verfahren zur Befestigung einer Leiterplatte (2) nach
Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest
eine mit dem Mittel (1) behaftete Flache der
Leiterplatte (2) in Verbindung mit einer Tragerplatte
(4) gebracht wird, welche direkt oder indirekt mittels
eines Distanzelementes mit der Innenwand (3) des
Verteilerkastens in Verbindung steht oder anschlieBend

in Verbindung gebracht wird.

Befestigungssystem, umfassend eine Leiterplatte (2),
einen Verteilerkasten und ein Mittel (1) nach einem der
Anspriche 1 bis 14, wobei die Leiterplatte (2) mit dem
Mittel (1) an einer Innenwand (3) des Verteilerkastens
derart angeordnet ist, dass die Leiterplatte (2) von der
Innenwand (3) des Verteilerkastens durch das dazwischen
angeordnete Mittel (1) zumindest abschnittsweise

beabstandet ist.
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